
機能性セラミック微粒子の分散技術開発

内容・特徴

低エネルギービーズミルを用いることにより、負の熱膨張特性を維持
した 微細粒子を得ることに成功した。

❶ 低エネルギービーズミルにより
微粒子が作製できる

❷ 従来法でアモルファス化してしまう他の
材料も分散できる可能性あり

従来技術に比べての優位性

予想される効果・応用分野

❶ 微粒子の工業利用

❷ 他の材料の分散と製品応用

提供できる支援方法
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先端材料開発セクター 小林 宏輝
：

図２ ビーズミル装置

ZrW2O8 （タングステン酸ジルコニウム）

・加熱すると収縮する「負の熱膨張材料」 [1]

0.3K～1050Kの温度で平均熱膨張係数が－7.2×10-6/K
・ プラスチックなどに混ぜると材料の熱膨張係数を抑制可能

デバイスの小型化に伴い、微細成形に使用できる
粒径の小さな粒子が求められている。

低エネルギービーズミル

従来よりも微小なビーズを使用することで、粒子へのダメージ
を抑えた分散（表面解砕）が可能。[2]

粒子径（μm）

ビーズ径：0.03mm8m/s, 2時間
6m/s, 12時間

原料

分散・微細化

6m/s, 2時間

頻
度
（%
）

ビーズ径：0.03mm ビーズ径：0.1mm

周速
処理時間

2時間 12時間 1.5時間
6m/s ○ △ ☓

8m/s △

実験結果

ビーズ前 ビーズ後 0.03mm,
6m/s, 2時間

図４ ビーズミル前後のSEM像

表面解砕
（摩擦力）

体積解砕
（衝撃力） 図３ ビーズミル前後の粒度分布

表１ 分散結果

→  ビーズ径0.03mm、周速6m/s、2時間で分散できた。

△、☓ ： XRDでアモルファス化確認

500nm 500nm
図１ 解砕プロセスの違い
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